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１．概要（Summary） 

低温領域で僅かな温度差でも効率よく熱回収を行いウ

ェアラブル機器などに適用可能な小型熱電モジュール開

発を行なうため小型チップでの検討を進める。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー、紫外線照射装置 

【実験方法】 

ダイシングソーを用いて表面をメタライズした 4インチφ、

厚さ 1mm の熱電材料基板を 0.5mm サイズに切断後、

小型モジュールに組み上げモジュール抵抗測定及び温

度差による出力テストを行う。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

目標モジュールサイズの組立てに先立ち、加工方法

検討のため 1/10 サイズ程度のユニットを作製しモジュー

ル組立て上の課題抽出を行うこととした。ウェハダイシン

グでチップにバリが発生することが判明したため、バリに

依ってチップボンドでの傾斜による電気的短絡及び接合

強度の低下を避けることなどを考慮し組立方法を確立し

た。 チップの接合強度はシェア強度測定で充分な強度

があること及び電気的短絡が無いことを確認した。 

     

 

 

Fig.1 Photograph of chip-bond. 

 

今後ユニットでの温度差による出力特性などの測定を 

行い高効率化ための検討を進めていく。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は独立行政法人日本学術振興会「頭脳循環を

加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」、

文部科学省「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出

ダイナミック・アライアンス」、公益財団法人「関西エネル

ギー・リサイクル科学研究振興財団」、「東燃ゼネラル石

油研究奨励・奨学財団」及び NEDO「ベンチャー企業等
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われました。感謝申し上げます。 
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